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即時發佈			
聯絡人：mediaroom@samtec.com
		
Samtec 雙功能 AcceleRate® mP 連接器可節省 PCB 空間

印第安納州新奧爾巴尼，2026 年 11 月 3 日 — 連接器行業服務翹楚 Samtec, Inc. 宣佈推出堆疊高度為 10 mm 的 AcceleRate® mP（UDM6、UDF6）組合式信號引腳與電源刀片連接器。該等產品具備數字信號傳輸與高功率的雙重功能，無需額外連接器，可在無損功能的前提下，有效節省整體 PCB 空間。因此，AcceleRate® mP 連接器適用於任何需要在小巧體積下具備信號／電源傳輸靈活性的應用，包括數據通訊、5G／6G 無線網絡、工業自動化與機器人、軍事與航空以及儀器儀表等領域。 
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為了減輕連接器內的擁擠狀況並確保均勻散熱，散熱片均與連接器本體的長度方向平行排列。此刀片配置相較於業界常見的電力系統，偏移了 90°，不僅能實現最佳化散熱，每片刀片的載流能力更可達 15 A，且額定電壓為 200 VAC 或 283 VDC。 

連接器高密度陣列側採用開放式引腳陣列設計，支持 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)，並能提升佈線靈活性。這意味著設計人員可以根據特定應用需求，透過專用的引腳配置，同時傳輸單端信號、差分對信號以及低速電源。可策略性地佈置接地路徑，以減少串擾並控制阻抗。 

為進一步提升設計靈活性，我們提供多種引腳與刀片選項，堆疊高度分別為 5 mm 和 10 mm。開放式引腳陣列設計可在六行網格上提供總數為 60、120、180 或 240 個的引腳，同時提供 4、6、8 或 10 種高功率刀片選項。

嚴苛環境測試（簡稱 SET）是 Samtec 推出的一項計劃，旨在對產品進行超出一般產業標準與規格的測試，以確保產品不僅符合要求，更能勝任嚴苛及惡劣環境的應用。SET 產品已獲准用於 D 級任務，可為低地球軌道衛星、小型衛星、立方體衛星及其他太空探索應用提供高可靠性、快速周轉且經濟高效的解決方案。AcceleRate mP（UDM6、UDF6）連接器已通過 SET 認證。  

如需查閱技術資訊、下載 3D 模型或下單，請訪問 samtec.com/acceleratemp。如需有關開放式引腳陣列信號／電源佈線的協助，請透過 SIG@samtec.com 聯絡 Samtec 的信號完整性分部。 

關於 Samtec, Inc.
Samtec 是一家年營收達 10 億美元的全球電子互連解決方案製造商，提供廣泛的產品，包括高速板對板互連、高速電纜、中板和面板光學器件、精密射頻、柔性堆疊以及微型／堅固型元件和電纜。Samtec 在全球擁有 40 多個據點，產品銷往超過 125 個國家，其全球布局使其能夠提供無與倫比的客戶服務。Samtec 為數據通訊、電信、電腦、半導體、醫療、工業、汽車及儀器儀表等產業提供新一代高質素互連解決方案。若需了解更多資訊，請訪問 www.samtec.com。

Samtec, Inc.
P.O. Box 1147
New Albany, IN 47151-1147
USA
電話：1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)
www.samtec.com/media-room

我們的新聞團隊樂於與世界各地的記者合作，分享引人入勝的創新故事。如果您是媒體／新聞界人士，並希望了解更多資訊，請發送電子郵件至 mediaroom@samtec.com。
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